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(57)【要約】
　マトリックスおよび酸と周期表の第Ｉまたは第ＩＩ族元素の水和塩をから作られる組成
物およびそれと共にアセンブルされた電子デバイスを提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）マトリックスおよび
（ｂ）酸と周期表の第Ｉまたは第ＩＩ族元素との水和塩
を含む組成物。
【請求項２】
　マトリックスが、ラジカル硬化性組成物である、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　マトリックスが、（メタ）アクリレート、マレイミド－、イタコンイミド－またはナジ
イミド－含有化合物から選択される、請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　酸が、カルボン酸、リン酸、硝酸または硫酸から選択される、請求項１に記載の組成物
。
【請求項５】
　酸が、カルボン酸である、請求項４に記載の組成物。
【請求項６】
　カルボン酸がＣ２～１５カルボン酸含有化合物である、請求項５に記載の組成物。
【請求項７】
　カルボン酸が、酢酸、プロピオン酸、ブタン酸、ペンタン酸、ヘキサン酸、ヘプタン酸
、オクタン酸、（メタ）アクリル酸、および脂肪酸から選択される、請求項５に記載の組
成物。
【請求項８】
　第Ｉ族元素が、リチウム、ナトリウムおよびカリウムから選択される、請求項１に記載
の組成物
【請求項９】
　第ＩＩ族元素が、マグネシウムおよびカルシウムから選択される、請求項１に記載の組
成物。
【請求項１０】
　酸と周期表の第Ｉ族または第ＩＩ族元素との水和塩がカプセル化されている、請求項１
に記載の組成物。
【請求項１１】
　水和塩（ｂ）が、約１５重量％～約６５重量％の間の量で存在する、請求項１に記載の
組成物。
【請求項１２】
　内面および外面を有する少なくとも１つの基板を含むハウジング、
前記少なくとも１つの基板の前記内面の少なくとも一部に配置された、請求項１に記載の
組成物、および
少なくとも１つの半導体パッケージであって、
Ｉ．
　半導体チップ、
　ヒートスプレッダ、および
　それらの間の熱伝導材料、または
ＩＩ．
　ヒートスプレッダ、
　ヒートシンク、および
　それらの間の熱伝導材料
の少なくとも１つを含むアセンブリを含む半導体パッケージ
を含む民生用電子製品。
【請求項１３】
　半導体アセンブリから発生した熱を製品から消散させる通気要素をさらに有する、請求
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項１２に記載の製品。
【請求項１４】
　ハウジングが、少なくとも２つの基板を含む、請求項１２に記載の製品。
【請求項１５】
　ハウジングが、複数の基板を含む、請求項１２に記載の製品。
【請求項１６】
　基板が、互いに係合するように寸法付けられ、配置されている、請求項１２に記載の製
品。
【請求項１７】
　組成物が、少なくとも１つの基材の内面の少なくとも一部に配置され、その補完的な外
面が、使用中にエンドユーザーと接触する、請求項１２に記載の製品。
【請求項１８】
　断熱要素をさらに有する、請求項１２に記載の製品。
【請求項１９】
　組成物中の断熱要素が、気体を含む、請求項１８に記載の製品。
【請求項２０】
　組成物中の断熱要素が、空気を含む、請求項１８に記載の製品。
【請求項２１】
　組成物中の断熱要素が、中空球状容器内の気体を含む、請求項１８に記載の製品。
【請求項２２】
　断熱要素が、組成物中の２５容量％～９９容量％の範囲内の濃度で使用される、請求項
１８に記載の製品。
【請求項２３】
　熱伝導性粒子をさらに含む、請求項１２に記載の製品。
【請求項２４】
　熱伝導性粒子が、アルミニウム、酸化アルミニウム、アルミニウムシリコンまたは窒化
アルミニウムのうちの１以上である、請求項２３に記載の製品。
【請求項２５】
　組成物が、電子部品からヒートシンクへの熱の移動を容易にする、請求項１２に記載の
製品。
【請求項２６】
　熱伝導材料が、約３７℃の融点を有する、請求項１２に記載の製品。
【請求項２７】
　熱伝導材料が、約５２℃の融点を有する、請求項１２に記載の製品。
【請求項２８】
　製品が、ノートブック型パーソナルコンピュータ、タブレットパーソナルコンピュータ
、または携帯デバイスである、請求項１２に記載の製品。
【請求項２９】
　金属基板、金属被覆ポリマー基板、グラファイト基板または金属被覆グラファイト基板
上に配置された、請求項１に記載の組成物。
【請求項３０】
　少なくとも２つの表面を有する電源モジュールと、
前記表面の１つの少なくとも一部に配置された請求項１に記載の組成物と
を含む電源モジュールアセンブリ。　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　マトリックスおよびカルボン酸またはリン酸と周期表の第Ｉまたは第ＩＩ族元素の水和
塩とから作られる組成物およびそれと共にアセンブルされた電子デバイスを提供する。
【背景技術】



(4) JP 2017-537212 A 2017.12.14

10

20

30

40

50

【０００２】
　温度管理材料は、回路により発生した熱を放散させることでよく知られており、電子デ
バイス内の対策に従った位置に配置されたファンも、熱を回路またはサーマルモジュール
から奪う。半導体パッケージとヒートシンクまたはサーマルモジュールとの間にしばしば
配置される熱伝導材料（ＴＩＭ）を用いて、余分な熱が、半導体パッケージからヒートシ
ンクまたはサーマルモジュールにそらされる。
【０００３】
　しかしながら、発生した熱を管理するこれらの対策は、熱風が半導体パッケージのすぐ
周囲の環境からデバイスのハウジングの内部へ向けられるため、新たな問題を生じさせて
いる。
【０００４】
　より具体的には、従来のラップトップまたはノートブックコンピュータ（図２）におい
て、キーボード下方に部品があるハウジングが存在する（図３）。それらの部品には、ヒ
ートシンク、ヒートパイプ（ＣＰＵチップの上に配置される）、ファン、ＰＣＭＩＡカー
ド用スロット、ハードドライブ、バッテリー、およびＤＶＤドライブ用ベイが含まれる。
ハードドライブは左パームレストの下に、バッテリーは右パームレストの下に配置される
。しばしば、ハードドライブが高い温度で動作する結果、この熱を放散させるための冷却
部品が使用されているにもかかわらず、心地良くないパームレストの接触温度がもたらさ
れる。これにより、エンドユーザの消費者は、デバイスを使用しているときに、デバイス
の外側の特定の部分で達する高温のため不快になることがある。
【０００５】
　パームレストの位置でエンドユーザが感じる高い使用温度を低下させる１つの解決策は
、たとえば、対策に従った位置に配置される天然グラファイトヒートスプレッダを使用す
ることである。このようなヒートスプレッダは、熱を均一に分散して、材料の厚さを通じ
て熱的絶縁をもたらすことが報告されている。そのような１つのグラファイト材料は、ｅ
Ｇｒａｆ（登録商標）ＳｐｒｅａｄｅｒＳｈｉｅｌｄ（商標）として、オハイオ州クリー
ブランドのＧｒａｆＴｅｃｈ　Ｉｎｃ．から市販されている（Ｍ．Ｓｍａｌｃら、「Ｔｈ
ｅｒｍａｌ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｏｆ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｇｒａｐｈｉｔｅ　Ｈｅ
ａｔ　Ｓｐｒｅａｄｅｒｓ」、Ｐｒｏｃ．　ＩＰＡＣＫ２００５、Ｉｎｔｅｒｐａｃｋ　
２００５－７３０７３（２００５年７月）を参照。米国特許第６，４８２，５２０号も参
照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第６４８２５２０号明細書
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｍ．Ｓｍａｌｃら、「Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｏｆ
　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｇｒａｐｈｉｔｅ　Ｈｅａｔ　Ｓｐｒｅａｄｅｒｓ」、Ｐｒｏｃ．　
ＩＰＡＣＫ２００５、Ｉｎｔｅｒｐａｃｋ　２００５－７３０７３、２００５年７月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　電子デバイスが使用されるときに発生する熱によってエンドユーザの消費者が不快に感
じないように、電子デバイスで使用されるような半導体パッケージにより発生する熱を管
理するための方法の必要性が市場で高まっていることから、代替の温度管理解決策が望ま
しく、また有効となる。この必要性に対してバランスをとることは、半導体チップの設計
者が、半導体チップおよび半導体パッケージのサイズおよび形状を縮小させる一方で、そ
の容量を増加させ続けようと認識することである。サイズの縮小および容量の増加への利
益を競争することは、消費者に対する電子機器の魅力を引き付けるが、それは、上昇した
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温度条件で半導体チップおよび半導体パッケージを動作させ続ける原因となるということ
である。したがって、さらに「皮膚温度」を低下させ、動作中に触れても熱くない、より
強力な民生用電子デバイスの設計および開発を促進する代替技術によって、この増大する
ニーズを満たすことが有利になるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本明細書では、（ａ）マトリックスおよび（ｂ）酸と周期表の第Ｉまたは第ＩＩ族元素
との水和塩を含む組成物が提供される。組成物は、熱を吸収することができる。それ自体
は、使用時に、熱拡散装置の表面の少なくとも一部に配置されてよく、その熱拡散装置は
、金属基板もしくは金属被覆ポリマー基板またはグラファイトもしくは金属被覆されたグ
ラファイト、例えば、銅、アルミニウム並びにグラファイトおよび銅またはアルミニウム
で被覆されたグラファイトなどの導体材料で構成することができる。
【００１０】
　組成物は、固体から液体への相変化が起こる約４０℃～８０℃の温度範囲を有する。本
発明の組成物は、基板上にコーティングされた実質的に均一な厚さを有するフィルムを製
造するのに適している。　
【００１１】
　組成物のマトリックスは、通称、感圧粘着剤（ＰＳＡ）、またはアクリルエマルジョン
など、樹脂ベースのマトリックスであってよい。さらに、マトリックスは、（メタ）アク
リレートおよび／またはマレイミド－、イタコンイミド－またはナジイミド含有化合物を
含む、ＲｅｄＯｘ硬化性組成物の硬化生成物であってもよい。
【００１２】
　マトリックスがＰＳＡである場合、組成物は、熱拡散装置の表面の少なくとも一部に配
置され、電磁シールドを提供し、かつ、その装置の熱特性を強化してもよい。
【００１３】
　組成物はまた、冷却を必要とする装置の、電磁シールドの内部などどのような場所でも
組成物が適用できるように、転写テープの形態で用いられる熱吸収フィルムの役割も果た
す。望ましくは、そのような使用において、カプセル化された相変化材料は、その表面の
少なくとも一部が金属で被覆される。
【００１４】
　マトリクスがアクリルエマルジョンである場合、組成物は同様に分散されてもよい。し
かし、エマルジョンのキャリア液は、組成物が使用状態に置かれる前に蒸発させられる。
【００１５】
　組成物は、基板上、または２つの基板の間に配置されてもよい。基板は、支持体または
ヒートスプレッダの役割を果たすことができ、その場合、支持体は、金属基板もしくは金
属被覆ポリマー基板、またはグラファイトもしくは金属被覆グラファイトである導体材料
で構成することができる。
【００１６】
　組成物は、バッテリーモジュールのような電源などの物品とともに使用されて、電源の
動作中に生じた熱を消失するようにしてもよい。その動作温度は約４０℃と同程度であっ
てよい。この態様では、内面および外面を有する少なくとも１つの基板を有するハウジン
グが、物品を覆って、かつ／または物品の周囲に設けられるとともに、ハウジングの内側
を向く面に、基板上に配置されたマトリックス内に分散されている複数のカプセル化相変
化材料粒子を有する組成物であって、上述のとおり支持体の役割を果たすことができ、ま
たは発生した熱を拡散するのに役立つ熱伝導性を与える組成物が、上記少なくとも１つの
基板の内面の少なくとも一部に配置されている。１つの態様では、カプセル化相変化材料
粒子は、粒子の表面の少なくとも一部に設けられた導電材料の層を有していてもよい。導
電材料の被覆は、電磁シールド効果を提供するように、銀、銅、またはニッケルなどの金
属であるべきである。
【００１７】
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　民生用電子製品の用途での一態様では、内面および外面を有する少なくとも１つの基板
を有するハウジングが設けられ、マトリックス内に分散された複数のカプセル化された相
変化材料粒子を有する組成物であって、上述のとおり支持体の役割を果たすことができ、
または発生した熱を拡散するのに役立つ熱伝導性を与え、層が上記１つの基板の少なくと
も内面の少なくとも一部に配置されている組成物が設けられ、かつ、少なくとも１つの半
導体パッケージであって、
Ｉ．
　半導体チップ、
　ヒートスプレッダ、および
　それらの間の熱伝導材料（ＴＩＭ１応用としても知られる）、
ＩＩ．
　ヒートスプレッダ、
　ヒートシンク、および
　それらの間の熱伝導材料（ＴＩＭ２応用としても知られる）、
の少なくとも一方を有するアセンブリを備える半導体パッケージが設けられる。
【００１８】
　また、本明細書では、そのような民生用電子デバイスを製造する方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】複数の半導体パッケージおよび回路が配置された回路基板を、パッケージ自体の
アセンブリおよびパッケージの基板上へのアセンブリに通常使用される電子材料と共に示
す破断図である。参照符号１～１８は、半導体およびプリント回路基板のパッケージング
およびアセンブリに使用されるいくつかの電子材料を示す。
【図２】開位置のラップトップパーソナルコンピュータを示す図である。
【図３】キーボードおよびそのパームレストの下の、ラップトップパーソナルコンピュー
タの中身の上面図である。
【図４】電子デバイスの全体概略図である。
【図５】タブレットにおける皮膚温度測定のための位置を示す平面図である。
【図６Ａ】本発明の組成物の層の説明図であり、マトリックスおよび酸と周期表の第Ｉま
たは第ＩＩ族元素の水和塩を含む組成物がその中に分散されたマトリックスを含む組成物
がその上に分散し、それと共に（６１）アセンブリされた電子デバイスが導電支持体（６
２）と接して配置され、電磁シールド熱吸収フィルムを形成する。
【図６Ｂ】本発明の組成物の層の説明図であり、マトリックスおよび酸と周期表の第Ｉま
たは第ＩＩ族元素の水和塩を含む組成物がその中に分散されたマトリックスを含む組成物
がその上に分散し、それと共に（６３）アセンブリされた電子デバイスが導電支持体（６
４）と接して配置され、電磁シールド熱吸収フィルムを形成する。
【図７】本発明の組成物（不図示）が下に配置された電源モジュールのタブレットのハウ
ジングの内部の上面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　上述のように、本明細書では、（ａ）マトリックスおよび（ｂ）酸と周期表の第Ｉまた
は第ＩＩ族元素の水和塩を含む組成物が提供される。
【００２１】
　組成物は、基板上にまたは２つの基板間に配置され得る。基板は、支持体またはヒート
スプレッダの役割を果たすことができ、その場合、支持体は、金属もしくは金属被覆ポリ
マー基板またはグラファイトもしくは金属被覆グラファイトである導体材料で構成するこ
とができる。
【００２２】
　組成物は、酸および周期表の第Ｉまたは第ＩＩ族元素の水和塩が分散されたマトリック
ス（例えば、ＰＳＡまたはアクリルエマルジョンなどまたはメタ（アクリレート）および
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／またはマレイミド－、イタコンイミド－またはナジイミド含有化合物などのラジカル硬
化性成分）を有する。任意で、組成物は断熱素子をさらに含んでいてもよい。一形態では
、組成物が配置される支持体として金属基板またはグラファイト基板が用いられてもよい
。これにより、金属基板またはグラファイト基板は、さらに放熱させるヒートスプレッダ
としての役割を果たすことができる。
【００２３】
　組成物－すなわち、酸および周期表の第Ｉまたは第ＩＩ族元素の水和塩が分散されてい
るＰＳＡ－は、銅またはアルミニウムのような金属、グラファイトまたは金属被覆グラフ
ァイトなどの放熱デバイスに被覆され、そのようなデバイスの熱特性をより良好にしても
よい。
【００２４】
　組成物は、放熱デバイスに被覆されて、そのようなデバイスの熱特性を良好にするだけ
でなく電磁シールドをさらに提供してもよい。
【００２５】
　転写テープの形態では、熱吸収フィルムとしての組成物は、電磁シールドの内側など冷
却を必要とするいかなる場所にも貼り付けることができる。例えば図６参照。
【００２６】
　組成物は、バッテリーモジュールのような電源などの物品とともに使用されて、電源の
動作中に生じる熱を電源により放熱させてもよい。その動作温度は約４０℃であってよい
。この形態では、内面および外面を有する少なくとも１つの基板を備えるハウジングが、
物品を覆って、かつ／または物品の周囲に設けられるとともに、ハウジングの内側を向く
面に、基板上に配置されたマトリックスおよび酸および周期表の第Ｉまたは第ＩＩ族元素
の水和塩を含む組成物であって、上述のとおり支持体の役割を果たすことができ、または
発生した熱を拡散するのに役立つ熱伝導性を与える組成物が、上記少なくとも１つの基板
の内面の少なくとも一部に配置されている。
【００２７】
　民生用電子製品の一態様では、内面および外面を有する少なくとも１つの基板を有する
ハウジングが設けられ、基板上に配された、マトリックスおよび酸と周期表の第Ｉまたは
第ＩＩ族元素との水和塩を含む組成物が設けられ、かかる組成物は、上述のとおり支持体
の役割を果たすことができ、または発生した熱を拡散するのに役立つ熱伝導性を与え、層
が上記少なくとも１つの基板の内面の少なくとも一部に配置され、かつ、少なくとも１つ
の半導体パッケージであって、
Ｉ．
　半導体チップ、
　ヒートスプレッダ、および
　それらの間の熱伝導材料（ＴＩＭ１応用としても知られる）、
ＩＩ．
　ヒートスプレッダ、
　ヒートシンク、および
　それらの間の熱伝導材料（ＴＩＭ２応用としても知られる）、
の少なくとも一方を有するアセンブリを備える半導体パッケージが設けられる。
【００２８】
　組成物は、民生用電子製品のアセンブリにおいて使用することができる。この製品（ま
たは「デバイス」）は、ノートブックパーソナルコンピュータ、タブレットパーソナルコ
ンピュータ、または携帯デバイス、たとえば、音楽プレーヤ、ビデオプレーヤ、静止画像
プレーヤ、ゲームプレーヤ、他のメディアプレーヤ、音楽レコーダ、ビデオレコーダ、カ
メラ、他のメディアレコーダ、ラジオ、医療機器、屋内電気器具、輸送車両用計器、楽器
、計算器、携帯電話、他のワイヤレス通信デバイス、携帯情報端末、遠隔制御装置、ポケ
ットベル、モニタ、テレビ、ステレオ機器、セットアップボックス、セットトップボック
ス、携帯用ステレオ、モデム、ルータ、キーボード、マウス、スピーカー、プリンタ、お
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よびそれらの組合せから選択することができる。
【００２９】
　また、デバイスは、半導体アセンブリから発生した熱をデバイスから消散させるための
通気要素を含むことができる。
【００３０】
　もちろん、民生用電子デバイスには、半導体パッケージに電圧を印加する電源が設けら
れる。
【００３１】
　半導体パッケージは、半導体チップを基板に確実に取り付けるために半導体チップと回
路基板との間に配置されるダイ接着材料を用いて形成することができる。ワイヤボンディ
ングは、チップと基板との間の電気相互接続を形成する。このダイ接着材料は、多くの場
合、熱硬化性樹脂マトリックスを有する高充填材料である。マトリックスは、エポキシ、
マレイミド、イタコンイミド、ナジイミド、および／または（メタ）アクリレートで構成
され得る。充填剤は、導電性でも非導電性でもよい。いくつかの例では、ダイ接着材料は
熱伝導性であり、その場合、熱を半導体パッケージから放散させる助けもする。そのよう
なダイ接着材料の代表的な市販の例には、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、アーバイ
ンのＨｅｎｋｅｌ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎのＱＭＩ５１９ＨＴが含まれる。
【００３２】
　あるいは、半導体パッケージは、半導体チップで形成されてもよく、半導体チップは、
回路基板との間のスペース内のはんだ相互接続部により回路基板と電気的に接続される。
そのスペース内に、アンダーフィルシーラントが配置されてよい。アンダーフィルシーラ
ントも熱硬化性マトリックス樹脂を有し、その樹脂は、ダイ接着材料と同様に、エポキシ
、マレイミド、イタコンイミド、ナジイミド、および／または（メタ）アクリレートから
構成され得る。アンダーフィルシーラントも通常は充填される。しかしながら、充填剤は
、一般に非導電性であり、半導体ダイと回路基板との熱膨張係数の差を吸収する目的で使
用される。そのようなアンダーフィルシーラントの代表的な市販の例には、アメリカ合衆
国、カリフォルニア州、アーバインのＨｅｎｋｅｌ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎのＨＹＳＯ
Ｌ　ＦＰ４５４９ＨＴが含まれる。
【００３３】
　半導体パッケージが回路基板上に配置され、多くの場合、表面実装接着剤、チップボン
ダ、またはチップスケールパッケージアンダーフィルシーラントによって、回路基板上に
取り付けられると、パッケージは、特に環境汚染物からパッケージを保護するために、モ
ールドコンパウンドでオーバーモールドされてもよい。モールドコンパウンドは、多くの
場合、エポキシベースであるが、ベンゾオキサジンおよび／または他の熱硬化性樹脂を含
んでいてもよい。ＧＲ７５０は、半導体デバイスにおける熱管理を改善するように設計さ
れた、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、アーバインのＨｅｎｋｅｌ　Ｃｏｒｐｏｒａ
ｔｉｏｎから市販されているエポキシモールドコンパウンドの例である。
【００３４】
　はんだペーストは、回路基板上の様々な部分で、電気的に相互接続させる方法で半導体
パッケージとアセンブリを付着させるために使用される。１つのそのようなはんだペース
トは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、アーバインのＨｅｎｋｅｌ　Ｃｏｒｐｏｒａ
ｔｉｏｎからＭＵＬＴＩＣＯＲＥ　Ｂｉ５８ＬＭ１００という商標名で市販されている。
この無鉛はんだペーストは、熱管理が望ましい用途のために設計されている。
【００３５】
　半導体チップおよび半導体パッケージにより発生した熱を効果的に管理するために、熱
伝導材料を、放熱が要求される任意の発熱部品、特に半導体デバイス内の発熱部品に使用
することができる。そのようなデバイスでは、熱伝導材料は、発熱部品とヒートシンクと
の間に層を形成し、ヒートシンクに放散すべき熱を伝える。熱伝導材料は、ヒートスプレ
ッダを含むデバイス内で使用されてもよい。そのようなデバイスでは、熱伝導材料の１つ
の層が発熱部品とヒートスプレッダとの間に配置され、熱伝導材料の第２の層がヒートス
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プレッダとヒートシンクとの間に配置される。
【００３６】
　熱伝導材料は、たとえば、ＰＯＷＥＲＳＴＲＡＴＥ　ＥＸＴＲＥＭＥ、Ｐｏｗｅｒｓｔ
ｒａｔｅＸｔｒｅｍｅ、またはＰＳＸという商標名でアメリカ合衆国、カリフォルニア州
、アーバインのＨｅｎｋｅｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから市販されているような、相変
化材料であってよい。２つの剥離ライナーの間の自立フィルムとしてパッケージされ、様
々な用途に合うように機能するダイカットとして供給されるこの熱伝導材料は、たとえば
ヒートシンクと様々な放熱部品との間で使用するのに適した、再加工可能な相変化材料で
ある。この材料は、相変化温度で流れ出して部品の表面形状に適合する。熱伝導材料は、
相変化材料の形態のとき、約５１℃から約６０℃の融点を有する。
【００３７】
　流れ出すと、界面から空気が放出され、熱インピーダンスが減少し、高効率の熱伝達材
料として機能する。
【００３８】
　熱伝導材料は、（ａ）６０重量％から９０重量％のパラフィン、（ｂ）０重量％から５
重量％の樹脂、および（ｃ）１０重量％から４０重量％の導電性充填剤などの金属粒子か
ら構成され得る。導電性充填剤は通常、グラファイト、ダイヤモンド、銀、および銅から
選択されたものである。あるいは、導電性充填剤は、球状アルミナなどのアルミニウムで
もよい。
【００３９】
　熱伝導材料に使用するのに適した金属粒子は、可融性の金属粒子であってもよく、典型
的には、はんだとして使用される低融点の金属または金属合金であってもよい。そのよう
な金属の例には、ビスマス、スズ、およびインジウムが含まれ、また、銀、亜鉛、銅、ア
ンチモン、および銀被覆窒化ホウ素も含まれ得る。一実施形態では、金属粒子は、スズ、
ビスマス、または両方から選択される。別の実施形態では、インジウムも存在する。上記
金属の合金も使用され得る。
【００４０】
　スズ対ビスマスの重量比Ｓｎ４８Ｂｉ５２のスズ粉とビスマス粉との共晶合金（融点１
３８℃）が、特にインジウム粉との組合せ（融点１５８℃）で使用されてもよく、その場
合、インジウムは、Ｓｎ：Ｂｉの合金において重量比１：１で存在する。
【００４１】
　金属粒子および／または合金は、熱伝導材料の５０から９５重量パーセントの範囲の組
成で存在すべきである。
【００４２】
　熱伝導材料は、たとえば、ＴＧ１００、ＣＯＴ２０２３２－３６Ｉ１、またはＣＯＴ２
０２３２－３６Ｅ１という商品名でアメリカ合衆国、カリフォルニア州、アーバインのＨ
ｅｎｋｅｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから市販されているような、熱グリースであっても
よい。ＴＧ１００は、高温熱伝達用に設計された熱グリースである。使用時、ＴＧ１００
は、発熱デバイスと、発熱デバイスが装着される表面または他の放熱面との間に配置され
る。この製品は、優れた熱抵抗を示し、高い熱伝導性を提供するとともに、広い動作温度
範囲にわたって実質的に蒸発しない。さらに、ＣＯＴ２０２３２－３６Ｅ１およびＣＯＴ
２０２３２－３６Ｉ１は、この場合、高出力のフリップチップ用途に設計された、ＴＩＭ
１タイプの材料である。これらの製品は、軟質ゲルポリマーまたは硬化性のマトリックス
を含み、軟質ゲルポリマーまたは硬化性のマトリックスは、硬化後に、低融点合金との相
互浸透網をそれらの内部に形成する。低融点合金は、可融金属はんだ粒子であってもよく
、特に、実質的に鉛の添加がなく、エレメンタルはんだ粉末と任意選択ではんだ合金とを
含むものであってもよい。
【００４３】
　使用時の熱伝導材料は、熱インピーダンスが０．２（℃ｃｍ２／ワット）未満であって
よい。
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【００４４】
　ハウジングは、少なくとも２つの基板を備え、複数の基板を備えてもよい。基板は、互
いに係合するように寸法付けられ配置される。民生用電子デバイスの内部から発する熱を
管理するため、およびいわゆる「皮膚温度」を制御するために、多くの場合、ハウジング
と発熱する半導体デバイスとの間に温度管理ソリューションを設置することが望ましい。
【００４５】
　ここで、そのソリューションは、マトリックスおよびカルボン酸またはリン酸と周期表
の第Ｉ族または第ＩＩ族元素との水和塩を含む組成物である。
【００４６】
　酸および周期表の第Ｉまたは第ＩＩ族元素の水和塩は、酸としてカルボン酸、リン酸、
硝酸または硫酸を有することができる。カルボン酸としては、酢酸、プロピオン酸、ブタ
ン酸、ペンタン酸、ヘキサン酸、ヘプタン酸、オクタン酸などの脂肪族カルボン酸、（メ
タ）アクリル酸などの不飽和カルボン酸などの炭素数２～１５のカルボン酸含有化合物お
よび脂肪酸が適する。
【００４７】
　第Ｉ族元素は、リチウム、ナトリウムおよびカリウムから選択することができる。望ま
しくは、ナトリウムが選択される。
【００４８】
　第ＩＩ族元素は、マグネシウムおよびカルシウムから選択することができる。
【００４９】
　代表的な塩を以下に示す：
【００５０】
【化１】

【００５１】
　このような酸と周期表第Ｉ族または第ＩＩ族元素に基づく水和物塩の例としては、酢酸
ナトリウム三水和物（融点５８℃）、ピロリン酸ナトリウム十水和物（融点７０℃）、お
よび硫酸ナトリウム１０水和物（融点３３℃）であり、これらはすべてＡｌｄｒｉｃｈ　
Ｃｈｅｍｉｃａｌから市販されている。塩水和物に基づく市販のＰＣＭ製品には、Ｃｌｉ
ｍＳｅｌ　Ｃ４８（酢酸ナトリウム；相変化温度：４８℃；融解潜熱：６８　Ｗｈ／Ｌｉ
ｔｒｅ）、ＣｌｉｍＳｅｌ　Ｃ５８（酢酸ナトリウム；相変化温度５８℃；融解潜熱１１
７Ｗｈ／Ｌｉｔｒｅ）およびＣｌｉｍＳｅｌ　Ｃ７０（ピロリン酸ナトリウム；　相変化
温度：７１℃；融点潜熱：１１０Ｗｈ／Ｌｉｔｒｅ）が含まれ、それぞれスウェーデンの
ＳｋｏｖｄｅのＣｌｉｍａｔｏｒ　ＡＢから入手可能であり、ノースカロライナ州、Ｃａ
ｎｄｌｅｒのＲｇｅｅｓ　ＬＬＣから入手可能なｓａｖＥＮＲＧ　ＰＣＭ　３４Ｐ（Ｚｎ
（ＮＯ３）２・６Ｈ２Ｏ）およびｓａｖＥＮＲＧ　ＰＣＭ　５８Ｐが含まれる。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、酸および周期表の第Ｉまたは第ＩＩ族元素の水和塩は、カプ
セル化形態でマトリックス中に存在してもよい。そのようなカプセル化水和塩の例には、
ＴＨＥＲＭＵＳＯＬ（登録商標）ＨＤ６０ＳＡＥ　マイクロカプセル化塩水和物が含まれ
る。また、米国特許出願　ＵＳ２００８／０２５５２９９号明細書をまた参照。
【００５３】
　酸および周期表の第Ｉ族または第ＩＩ族元素の水和塩は、約１５重量％～約６５重量％
、例えば約２５重量％～約５０重量％の量で存在すべきである。　
【００５４】
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　マトリックスは、ＰＳＡ、アクリルエマルジョンまたは１または２以上の（メタ）アク
リレート、マレイミド、イタコンイミドまたはナジイミド含有化合物であってよい。ＰＳ
Ａは、通常、以下の組成物、すなわち、（ｉ）式ＣＨ２＝ＣＨ（Ｒ１）（ＣＯＯＲ２）（
Ｒ１は、ＨまたはＣＨ３であり、Ｒ２は、Ｃ１－２０アルキル鎖、好ましくはＣ１－８ア
ルキル鎖）のアクリルまたはメタクリル酸誘導体（例えば、メタクリル酸エステル）であ
るアクリルモノマーと、（ｉｉ）以下に詳述するペンダント反応性官能基を持つモノマー
と、を重合することによって得ることができるアクリルポリマーであり、モノマー（ｉｉ
）の量は、アクリルポリマー１００ｇ当たり約０．００１から約０．０１５当量であるア
クリルポリマーから作られる。例えば、Ｃ．Ｈｏｕｔｍａｎら、「Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ
　ｏｆ　Ｗａｔｅｒ－ｂａｓｅｄ　Ａｃｒｉｌｉｃ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｉｔｉ
ｖｅ　Ａｄｈｅｓｓｉｖｅ　Ｆｉｌｍｓ　ｉｎ　Ａｑｕｅｏｕｓ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎ
ｔｓ」、２０００ＴＡＰＰＩ　Ｒｅｃｙｃｌｉｎｇ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ、ワシントンＤ
．Ｃ．（５－８　２０００年３月）を参照。
【００５５】
　重合プロセスについて、成分（ｉ）および（ｉｉ）のモノマーは、必要に応じて、ラジ
カル重合によってアクリルポリマーに変換される。モノマーは、結果として生じるポリマ
ーが、Ｄ．Ｓａｔａｓ、「Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｉｔｉ
ｖｅ　Ａｄｈｅｓｓｉｖｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」、ｖａｎ　Ｎｏｓｔｒａｎｄ、ニュ
ーヨーク州（１９８９年）に従ってＰＳＡを得るのに使用できるように選択される。
【００５６】
　モノマー混合物（ｉ）の成分として有効なアクリレートおよび／またはメタクリレート
の例は、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸メチ
ル、アクリル酸ｎ－ブチル、メタクリル酸ｎ－ブチル、アクリル酸ｎ－ペンチル、アクリ
ル酸ｎ－ヘキシル、アクリル酸ｎ－ヘプチル、およびメタクリル酸ｎ－オクチル、アクリ
ル酸ｎ－ノニル、メタクリル酸ラウリル、アクリル酸シクロヘキシル、およびアクリル酸
ｉ－ブチル、メタクリル酸ｉ－ブチル、メタクリル酸ｎ－ブチル、アクリル酸２－エチル
ヘキシル、メタクリル酸ステアリル、アクリル酸イソオクチルなどの分岐（メタ）アクリ
ル異性体を含む。
【００５７】
　典型的なアクリルモノマー混合物（ｉ）は、Ｔｇ値が０℃未満であり、かつ、重量平均
分子量が、約１万から２００万ｇ／ｍｏｌ、例えば５万から１００万ｇ／ｍｏｌの間、望
ましくは１０万から７０万ｇ／ｍｏｌの間である。混合物（ｉ）は、０℃未満のホモポリ
マーＴｇを有するのであれば、単一のモノマーであってもよい。
【００５８】
　適切なモノマー（ｉｉ）の例は、粘着フィルムに生強度を提供できるモノマーであり、
脂環式エポキシドモノマーＭ１００およびＡ４００（ダイセル）、オキセタンモノマーＯ
ＸＥ－１０（Ｋｏｗａ社より市販）、メタクリル酸ジシクロペンタジニエルエポキシド（
ＣＤ５３５、ペンシルベニア州エクストンのＳａｒｔｏｍｅｒ社より市販）、および４－
ビニル－シクロヘキセン－１，２－エポキシド（Ｄｏｗ社より市販）を含む。
【００５９】
　アクリルポリマーは、ポストＵＶカチオン活性化反応を受けることができ、したがって
、粘着フィルムに高い温度保持強度を提供する。アクリルポリマーは、以下の組成物、す
なわち、（ｉ）式ＣＨ２＝ＣＨ（Ｒ１）（ＣＯＯＲ２）（Ｒ１は、ＨまたはＣＨ３であり
、Ｒ２は、Ｃ１－２０アルキル鎖）のアクリルまたはメタクリル酸誘導体であるアクリル
モノマーと、（ｉｉ）（１）脂環式エポキシド、オキセタン、ベンゾフェノンまたはその
混合物、および（２）モノ置換オキシランの両方から選択された、ペンダント反応性官能
基を組み合わせたモノマーと、を重合することによって得ることができるアクリルポリマ
ーである。モノマー（ｉｉ）の量は、アクリルポリマー１００ｇ当たり約０．００１から
約０．０１５当量である。アクリルポリマーは、本質的にマルチ－（メタ）アクリレート
、ポリオールまたはＯＨ－官能基を含んでおらず、ポリマーは重合後も実質的に線状のま
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まである。より好ましい形態では、モノマー（ｉｉ）の量は、アクリルポリマー１００ｇ
当たり約０．００２から約０．０１当量である。
【００６０】
　一般的に得られるアクリルポリマーは、重量平均分子量（ＭＷ）が、１万から２００万
ｇ／ｍｏｌ、例えば５万から１００万ｇ／ｍｏｌの間、好ましくは１０万から７０万ｇ／
ｍｏｌの間である。ＭＷは、ゲル浸透クロマトグラフィーまたはマトリックス支援レーザ
脱離イオン化質量分析によって測定される。
【００６１】
　モノマー（ｉｉ）として有用なモノ置換オキシランの例は、メタクリル酸グリシジル、
１，２－エポキシ－５－ヘキセン、４－アクリル酸ヒドロキシブチルグリシジルエーテル
、脂環式エポキシドモノマーＭ１００およびＡ４００、ＯＸＥ－１０、ＣＤ５３５エポキ
シド、ならびに４－ビニル－１－シクロヘキセン－１，２－エポキシドを含む。
【００６２】
　ＰＳＡは、可塑剤、粘着付与剤および充填剤など種々の他の添加物をさらに含んでいて
もよく、これら添加剤のすべては、ＰＳＡの調合に通常に利用される。添加される可塑剤
としては、低分子量アクリルポリマー、フタル酸エステル、安息香酸エステル、アジピン
酸エステルまたは樹脂可塑剤が、可能なものの少しの例である。添加される粘着付与剤す
なわち粘着付与樹脂としては、文献に記述されたいかなる既知の粘着付与樹脂を用いるこ
とが可能である。限定されない例として、ピネン樹脂、インデン樹脂、およびそれらの不
均化、水素化、重合化およびエステル化誘導体ならびに塩、脂肪族および芳香族の炭化水
素樹脂、テルペン樹脂、テルペンフェノール樹脂、Ｃ５樹脂、Ｃ９樹脂および他の炭化水
素樹脂を含む。結果として得られる粘着特性を所望の最終特性に従って調整するために、
これらまたは他の樹脂の所望のいかなる組み合わせを用いることができる。
【００６３】
　ＰＳＡは、経年劣化抑制剤、酸化防止剤、光安定剤、配合剤および／または促進剤など
、さらに１つまたはそれ以上の添加剤と混合されてもよい。
【００６４】
　適切なＰＳＡの代表的な市販の例には、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、アーバイ
ンのＨｅｎｋｅｌ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎのＤＵＲＯＴＡＫという商品名のものが含ま
れる。
【００６５】
　また、マトリックスは、（メタ）アクリレートおよび／またはマレイミド－、イタコン
イミド－またはナジイミド－含有化合物のようなラジカル硬化性成分もまた用いることが
できる。
【００６６】
　（メタ）アクリレートは、様々な材料から選択することができる。このような材料の例
には、ウレタンまたはポリブタジエンなどの（メタ）アクリレート官能化ポリマー（ここ
ではポリマーという用語はオリゴマーおよびエラストマーを含む）が含まれる。特に望ま
しい一例は、ポリブタジエン－ジメタクリレートであり、市販の例は、ペンシルベニア州
エクストン（Ｅｘｔｏｎ）のＳａｒｔｏｍｅｒ　Ｉｎｃ．からのＣＮ３０３として知られ
ている。
【００６７】
　マレイミド、ナジイミドまたはイタコンイミド含有化合物として、それぞれ以下の一般
構造式を有する化合物を使用することができる：
【００６８】
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　式中、ｍは１～１５であり、ｐは０～１５であり、Ｒ２は、それぞれ独立に、水素また
は低級アルキル（Ｃ１～５などの）から選択され、Ｊは、有機または有機シロキサン基を
含む一価または多価基、およびこれらの２つ以上の組合せである。
【００６９】
　一価または多価基として、通常、約６～約５００個の範囲の炭素原子を有するヒドロカ
ルビルまたは置換ヒドロカルビル種が挙げられる。ヒドロカルビル種は、アルキル、アル
ケニル、アルキニル、シクロアルキル、シクロアルケニル、アリール、アルキルアリール
、アリールアルキル、アリールアルケニル、アルケニルアリール、アリールアルキニルお
よびアルキニルアリールであってよい。
【００７０】
　加えて、Ｘは、通常、約６～最大約５００個の範囲の炭素原子を有するヒドロカルビレ
ンまたは置換ヒドロカルビレン種であってよい。ヒドロカルビレン種の例として、限定さ
れないが、アルキレン、アルケニレン、アルキニレン、シクロアルキレン、シクロアルケ
ニレン、アリーレン、アルキルアリーレン、アリールアルキレン、アリールアルケニレン
、アルケニルアリーレン、アリールアルキニレンおよびアルキニルアリーレンが挙げられ
る。
【００７１】
　マレイミド、イタコンアミドまたはナジイミドは、液体形態であっても固体形態であっ
てもよい。
【００７２】
　所望の実施形態では、マレイミド、イタコンアミドまたはナジイミド官能基は、マレイ
ミド含有化合物を液体にするのに十分な長さおよび分枝を有する多価基によって分離され
ている。マレイミド、イタコンアミドまたはナジイミド化合物は、マレイミド、イタコン
アミドまたはナジイミド官能基の間に分枝鎖アルキレンを含むマレイミド官能基の間にス
ペーサーを含むことができる。
【００７３】
　マレイミド含有化合物の場合、マレイミド化合物は、望ましくは、ステアリルマレイミ
ド、オレイルマレイミド、ビフェニルマレイミド、または１，２０－ビスマレイミド－１
０，１１－ジオクチル－エイキソサンまたは上の組合せである。
【００７４】
　さらに、マレイミド含有化合物の場合、マレイミド化合物は、無水マレイン酸と二量体
アミドとの反応によって調製してもよく、アミノプロピル末端化ポリジメチルシロキサン
、ポリオキシプロピレンアミン、ポリテトラメチレンオキシド－ジ－ｐ－アミノベンゾエ
ートまたはその組合せから調製してもよい。
【００７５】
　特に望ましいマレイミドおよびナジイミドとして、
【００７６】
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（式中、Ｒ５およびＲ６は、それぞれ、シラン、ケイ素、酸素、ハロゲン、カルボニル、
ヒドロキシル、エステル、カルボン酸またはリン酸、尿素、ウレタン、カルバメート、硫
黄、スルホネートおよびスルホンから選択されるメンバーによって置換または中断される
かまたはされない、約６～約１００個の炭素原子を有するアルキル、アリール、アラルキ
ルまたアルカリール基から選択される。）が挙げられる。
【００７７】
　　他の望ましいマレイミド、ナジイミドおよびイタコンイミドとして、
【００７８】
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【化４】

【００７９】
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【化５】

【００８０】
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【００８１】
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【化７】

【００８２】
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【化８】

が挙げられる。
【００８３】
　必要に応じて、断熱要素または伝熱性粒子を本発明の組成物に含めることができる。　
【００８４】
　そのような断熱剤は、中空球状容器を含み、そのような中空球状容器の例として、Ｈｅ
ｎｋｅｌ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによるＤＵＡＬＩＴＥという商品名またはＡｋｚｏ　
ＮｏｂｅｌによるＥＸＰＡＮＣＥＬという商品名で販売されているもの、たとえば、ＤＵ
ＡＬＩＴＥ　Ｅなどが含まれる。そのＤＵＡＬＩＴＥ　Ｅは、最終製品の熱伝導性を低下
させると宣伝されており、それはコスト削減または軽量化部品として使用される。ＤＵＡ
ＬＩＴＥ　Ｅの使用は、安定した中空のクローズドセルの空隙を、最終製品に導入すると
報告されている。
【００８５】
　さらに、中に気体が配置される孔または隙間を有する固体材料が、中空球状容器の代替
としてまたはそれと組み合わせて使用されてよい。この関連で、断熱要素は、実質的に中
実の球状の粒子の隙間内に配置される気体を含むことができる。そのような断熱要素の代
表的な市販品の例には、Ｄｅｇｕｓｓａ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによるＡＥＲＯＧＥＬ
　ＮＡＮＯＧＥＬという商標名で販売されているものが含まれる。それらは、製造業者に
よれば、最大５％の固体および９５％の空気から構成された、非常に小さい細孔を有する
ガラスストランドの格子網で構成された、軽量の絶縁シリカ材料として説明される。この
構造は、優れた絶縁性、光透過性、および撥水特性をもたらすと報告されている。このシ
リカ材料は、平均細孔径が２０ナノメートルのナノ多孔性シリカである。小さな細孔径お
よび構造により、空気流を捕捉して、熱損失および太陽熱取得を妨げる。
【００８６】
　使用されるとき、断熱要素は、マトリックスにおいて２５容量％から９９容量％の濃度
でマトリックスに配置される。
【００８７】
　記載のように、本発明の組成物は、熱伝導性粒子もまた含んでもよい。たとえば、その
ような粒子は、アルミニウム、酸化アルミニウム、酸化ケイ素アルミニウムおよび窒化ア
ルミニウムから選択してもよい。
【００８８】
　使用されるとき、熱伝導性粒子は、マトリックスにおいて２５容量％から９９容量％の
濃度でマトリックスに配置される。
【００８９】
　本発明の組成物は、基板の表面の少なくとも一部に層または被膜として配置されてもよ
い。そのように形成された被膜は、使用時に半導体パッケージから発生した熱の基板を介
した伝熱に対する障壁を形成するのを助けるのに十分な厚さであるが、民生用電子デバイ
スのアセンブリおよび／または動作を妨害するほど厚くはない。
【００９０】
　本発明の組成物は、ハウジングを構成する少なくとも１つの基板の内面の少なくとも一
部に配置されるべきであり、基板の相補う外面は、使用時にエンドユーザが接触すること
になる。よって、図２を参照すると、パームレストは、ラップトップ型またはノートブッ
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ク型のパーソナルコンピュータにおけるこの位置の良い例である。
【００９１】
　図１を参照すると、回路基板の破断図が示されている。回路基板上には、パッケージ自
体のアセンブリおよびパッケージの基板上へのアセンブリに通常使用される電子材料と共
に、複数の半導体パッケージおよび回路が配置され、また、回路基板が使用される電子デ
バイスのハウジングの一部が配置される。図１において、１は、表面実装接着剤（ＬＯＣ
ＴＩＴＥ　３６０９および３６１９など）を示し、２は、本明細書により詳細に説明され
る熱伝導材料を示し、３は、低圧モールディング材料（ＭＭ６２０８など）を示し、４は
、フリップチップオンボードアンダーフィル（ＨＹＳＯＬ　ＦＰ４５３１など）を示し、
５は、液体封止剤グロブトップ（ＨＹＳＯＬ　Ｅ０１０１６およびＥ０１０７２など）を
示し、６は、シリコーン封止剤（ＬＯＣＴＩＴＥ　５２１０など）を示し、７は、ガスケ
ットコンパウンド（ＬＯＣＴＩＴＥ　５０８９など）を示し、８は、チップスケールパッ
ケージ／ボールグリッドアレイアンダーフィル（ＨＹＳＯＬ　ＵＦ３８０８およびＥ１２
１６など）を示し、９は、フリップチップエアーパッケージアンダーフィル（ＨＹＳＯＬ
　ＦＰ４５４９　ＨＴなど）を示し、１０は、コーティングパウダ（ＨＹＳＯＬ　ＤＫ７
－０９５３Ｍなど）を示し、１１は、機械的モールディングコンパウンド（ＨＹＳＯＬ　
ＬＬ－１０００－３ＮＰおよびＧＲ２３１０など）を示し、１２は、ポッティングコンパ
ウンド（Ｅ＆Ｃ　２８５０ＦＴなど）を示し、１３は、オプトエレクトロニック（Ａｂｌ
ｅｓｔｉｋ　ＡＡ５０Ｔなど）を示し、１４は、ダイ接着剤（Ａｂｌｅｓｔｉｃｋ　００
８４－１ＬＭ１ＳＲ４、８２９０およびＨＹＳＯＬ　ＯＭＩ５２９ＨＴなど）を示し、１
５は、コンフォーマルコーティング（ＬＯＣＴＩＴＥ　５２９３およびＰＣ４０－ＵＭＦ
など）を示し、１６は、フォトニック部品およびアセンブリ材料（ＳＴＹＬＡＳＴ　２０
１７Ｍ４およびＨＹＳＯＬ　ＯＴＯ１４９－３など）を示し、１７は、半導体モールドコ
ンパウンドを示し、１８は、はんだ（Ｍｕｌｔｉｃｏｒｅ　ＢＩ５８ＬＭ１００ＡＡＳ９
０Ｖおよび９７ＳＣＬＦ３１８ＡＧＳ８８．５など）を示す。これらの製品のそれぞれは
、カリフォリニア州アーバインのＨｅｎｋｅｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから市販されて
いる。
【００９２】
　図１の回路基板Ａは、電子デバイスのハウジング（図示せず）の内部に配置される。電
子デバイスのハウジングを構成する基板の、内側を向く表面の少なくとも一部は、熱的絶
縁要素の層（図示せず）で被覆される。
【００９３】
　図４に示すように、電子デバイス１００は、ハウジング１０１、プロセッサ１０２、メ
モリ１０４、電源１０６、通信回路１０８－１、バス１０９、入力部品１１０、出力部品
１１２、および冷却部品１１８を含むことができる。バス１０９は、たとえば、プロセッ
サ１０２、メモリ１０４、電源１０６、通信回路１０８－１、入力部品１１０、出力部品
１１２、および冷却部品１１８を含む、電子デバイス１００の様々な部品へ、それらの部
品から、またはそれらの部品間で、データおよび／または電力を伝送する経路を提供する
１つまたは複数の有線または無線接続を含むことができる。
【００９４】
　メモリ１０４は、１つまたは複数の記憶媒体を含むことができ、記憶媒体は、限定され
るものではないが、ハードドライブ、フラッシュメモリ、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ
）などの永久メモリ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）などの半永久メモリ、他の任意
の適切な種類の記憶部品、およびそれらの任意の組合せを含む。メモリ１０４は、電子デ
バイス用途に一時的にデータを記憶するのに使用される１つまたは複数の異なる種類のメ
モリであってよいキャッシュメモリを含むことができる。
【００９５】
　電源１０６は、１つまたは複数のバッテリーによって、または太陽電池を使用する太陽
光発電などの自然源から、電子デバイス１００の電子部品に電力を供給することができる
。
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【００９６】
　１つまたは複数の入力部品１１０は、電子デバイスパッド、ダイヤル、クリックホイー
ル、スクロールホイール、タッチスクリーン、１つまたは複数のボタン（たとえばキーボ
ード）、マウス、ジョイスティック、トラックボール、マイクロフォン、カメラ、ビデオ
レコーダ、およびそれらの任意の組合せなどによって、ユーザがデバイス１００と相互作
用またはインターフェースできるように設けられてよい。
【００９７】
　１つまたは複数の出力部品１１２は、音響スピーカ、ヘッドフォン、信号ラインアウト
、視覚表示装置、アンテナ、赤外線ポート、ランブラ、バイブレータ、およびそれらの任
意の組合せなどによって、情報（たとえば、テキスト、グラフィック、可聴、および／ま
たは触覚情報）をデバイス１００のユーザに提示するように設けられてよい。
【００９８】
　１つまたは複数の冷却部品１１８は、電子デバイス１００の様々な電子部品によって発
生した熱を放散するのを助けるように設けることができる。このような冷却部品１１８は
、電子デバイス１００のハウジング１０１内のファン、ヒートシンク、ヒートスプレッダ
、ヒートパイプ、通気孔または開口、およびそれらの任意の組合せなど、様々な形態をと
ることができる。
【００９９】
　デバイス１００のプロセッサ１０２は、デバイス１００によって提供される多くの機能
および他の回路の動作を制御することができる。たとえば、プロセッサ１０２は、入力部
品１１０から入力信号を受け取り、かつ／または出力部品１１２を介して出力信号を駆動
することができる。
【０１００】
　ハウジング１０１は、電子デバイス１００を動作させる様々な電子部品の１つまたは複
数に対する少なくとも部分的な筐体を提供する。ハウジング１００は、デバイス１００の
外部の異物および他の劣化源から電子部品を保護する。ハウジング１０１は、デバイス１
００の様々な電子部品を配置できるキャビティ１０３を画定する１つまたは複数の壁１２
０を含んでもよい。また、ハウジング開口１５１は、デバイス１００の内部温度を管理す
るのを助けるために、ある流体（たとえば空気）を電子デバイス１００のキャビティ１０
３に引き込むこと、およびキャビティ１０３から排出することを可能にすることもできる
。ハウジング１０１は、金属（たとえば、鋼、銅、チタン、アルミニウム、および様々な
金属合金）、セラミック、プラスチック、およびそれらの任意の組合せなど、様々な材料
から構成することができる。
【０１０１】
　ハウジング１０１は、単一の筐体として提供されるのではなく、２つ以上のハウジング
部品として提供されてもよい。プロセッサ１０２、メモリ１０４、電源１０６、通信回路
１０８－１、入力部品１１０、および冷却部品１１８は、たとえば、第１のハウジング部
品１０１ａ内に少なくとも部分的に含められてよく、一方、出力部品１１２は、第２のハ
ウジング部品１０１ｂ内に少なくとも部分的に含められてよい。
【０１０２】
　電源モジュールアセンブリに関し、組成物は、電源モジュールの表面に配置されてもよ
い。例えば、少なくとも２つの表面を有する電源モジュールと、上記表面の一方の少なく
とも一部に配置されたマトリックスに分散された複数のカプセル化相変化材料粒子を有す
る組成物と、を備える電源モジュールアセンブリが提供される。
【０１０３】
　図７を参照すると、そのようなタブレット７の内側の電源モジュール７１およびそれに
隣接するＣＰＵ７２を示す。
【実施例】
【０１０４】
　サンプルＮｏ．１では、以下の成分を記載の重量パーセントで混合した：テレケリック
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ポリアクリレート（Ｋａｎｅｋａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから商品名ＲＣ１００Ｃとし
て市販されている）：１９．５％；単官能性テレケリックアクリレート（Ｋａｎｅｋａ　
Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから商品名　ＭＭ１１０Ｃとして市販されている）：３９．９％
；酢酸ナトリウム三水和物（ＣＨ３Ｏ２Ｎａ・３Ｈ２Ｏ）：４０％；およびＴＲＩＧＯＮ
ＯＸ　１４１：０．６％。
【０１０５】
　サンプルＮｏ．１を７０℃の温度のオーブン中に１６時間置いた後、反応生成物が、ク
リーミーで高濃度のペーストとして観察された。サンプルのＤＳＣは、２０７Ｊ／ｇの潜
熱値および６３℃の融点を示した。潜熱値は、追加の熱サイクルを適用しても安定してい
た。
【０１０６】
　サンプルＮｏ．２については、以下の成分を記載の重量パーセントで混合した：テレケ
リックポリアクリレート（Ｋａｎｅｋａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから商品名ＲＣ１００
Ｃとして市販されている）：１９．４％；ベヘニルアクリル化ワックス：４０％；酢酸ナ
トリウム三水和物（ＣＨ３Ｏ２Ｎａ・３Ｈ２０）：４０％；およびＴＲＩＧＯＮＯＸ　１
４１：０．６％。
【０１０７】
　サンプルＮｏ．２を７０℃の温度のオーブン中に１６時間置いた後、反応生成物が、固
体ワックスとして観察された。サンプルのＤＳＣは、４３０Ｊ／ｇの潜熱値および６７℃
の融点を示した。潜熱値は、追加の熱サイクルを適用しても安定していた。
【０１０８】
　サンプルＮｏ．３については、以下の成分を記載の重量パーセントで混合した：ミリス
チン酸（ＰＴ５８）：６４％；酢酸ナトリウム三水和物（ＣＨ３Ｏ２Ｎａ・３Ｈ２Ｏ）：
３２％；エチレンブチレンコポリマー（ＤＹＮＡＲＯＮ　６３６０Ｂ）：４％。
【０１０９】
　サンプルＮｏ．３を７０℃の温度のオーブン中に１６時間置いた後、反応生成物が、固
体ワックスとして観察された。サンプルのＤＳＣは、３１９Ｊ／ｇの潜熱値および６０℃
の融点を示した。追加の熱サイクルを適用すると、潜熱値は、約２００Ｊ／ｇに減少した
。
【０１１０】
　サンプルＮｏ．４は対照として提示される。ここでは、酢酸ナトリウム三水和物（ＣＨ
３Ｏ２Ｎａ・３Ｈ２Ｏ）：１００％を使用した。
【０１１１】
　サンプルＮｏ．４を７０℃の温度のオーブン中に１６時間置いた後、反応生成物が、固
体ワックスとして観察された。サンプルのＤＳＣは、２９０Ｊ／ｇの潜熱値および５８℃
の融点を示した。水とＮａ塩の相分離のためその後の熱サイクルでは再融解は観察されな
かった。追加の熱サイクルを適用すると、潜熱値は、約２００Ｊ／ｇに減少した。
【０１１２】
　サンプルＮｏ．５もまた対照として提示される。ここでは、ピロリン酸ナトリウム十水
和物（Ｎａ４Ｏ７Ｐ２・１０Ｈ２Ｏ）：１００％を使用した。
【０１１３】
　サンプルＮｏ．５を７０℃の温度のオーブンに１６時間入れた後、反応生成物が、固体
ワックスとして観察された。サンプルのＤＳＣは、１４４０Ｊ／ｇの潜熱値および７１．
７℃の融点を示した。水とＮａ塩の相分離のためその後の熱サイクルでは再融解は観察さ
れなかった。追加の熱サイクルを適用すると、潜熱値は、約２００Ｊ／ｇに減少した。
【０１１４】
　サンプルＮｏ．６は、以下の成分：ミリスチン酸（９６重量％）およびＤＹＮＡＲＯＮ
　６３６０Ｂ（４重量％）を用いた別の対照として提示される。サンプルのＤＳＣは、２
１０Ｊ／ｇの潜熱値および５８℃の融点を示した。潜熱値は、水和塩を有するサンプルＮ
ｏ．３の潜熱値よりも著しく低い。
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【０１１５】
　サンプルＮｏ．７では、以下の成分を記載の重量パーセントで一緒に混合した：酢酸ナ
トリウム三水和物：９２％、ピロリン酸ナトリウム十水和物：２％、ヒュームドシリカ：
２％、および水：４％。
【０１１６】
　サンプルＮｏ．７を７０℃のオーブンに１６時間入れた後、反応生成物が、固体材料と
して観察された。サンプルのＤＳＣは、４００Ｊ／ｇの潜熱値および６０℃の融点を示し
た。

【図１】 【図２】



(24) JP 2017-537212 A 2017.12.14

【図３】 【図４】

【図５】 【図６Ａ】

【図６Ｂ】
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【図７】
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【国際調査報告】
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